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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2014-2019年中国新型电子封装材料市场分析与投资前景研究报告》共十

四章，报告内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展

动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中

心等渠道发布的权威数据，以及中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论

到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门

准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战

略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要

工具。 

     新型电子封装材料是随着近年来封装技术不断发展和技术而研发出来的，现代科学技术的

发展对封装材料的性能和可靠性提出了更高的要求，由此推动了新材料和新 结构的研究开发

。与传统封装材料相比，新型封装材料具有更大的优势。目前，主要新型封装材料有金属封

装、塑料封装、陶瓷封装、玻壳封装、玻璃实体封装、金 属基复合材料封装等。 
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